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在“缺芯”的第三个年头，风向

开始变了。

近日，一则台积电遭三大客户

“砍单”的消息在半导体圈持续发

酵，与此同时，市场上不断出现电

源管理IC（集成电路）、MCU（微控

制单元）等多个芯片产品降价的声

音。业内关于半导体将进入产业

下行周期的揣测此起彼伏。

多位业内人士在接受《中国经

营报》记者采访时表示，虽然半导

体行情上涨放缓，但相对于过去，

依然处于高位。未来一段时间，随

着产能进一步释放和需求缩水，整

个行业进入下行周期或是大概率

事件。不过，值得注意的是，从国

内半导体企业反馈的情况看，目前

受到冲击和影响较小。
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“缺芯”转向“砍单”半导体或进入下行周期？

“缺芯”变“砍单”

2020 年下半年开始，半导体

芯片产能短缺，以及网络上到处

可见的涨价函早已让以汽车为代

表的多个行业“叫苦不迭”，甚至

有企业只能以停工停产来应对。

不过，时至今日，这种“苦日子”即

将熬出头。

以手机、电脑为代表的电子

消费品在经历了前几年的高增长

后已出现下滑态势，2022 年全年

或 为 负 增 长 。 市 场 调 研 机 构

Counterpoint 预测称，2022 年全球

智能手机市场出货量将同比下滑

3%；而 Gartner 近日公布的最新报

告认为，今年全球 PC 和智能手机

出货量都将出现萎缩，预测 2022

年，中国智能手机出货量将比去

年减少18%。

实际上，早在今年 4 月便有消

息称，消费电子终端芯片或面临

30%的大幅“砍单”，正在积极备货

的供应链以及终端厂商将面对巨大

的库存压力。如今，“砍单”现象从

消费电子终端，开始逐渐往芯片厂

商蔓延。

市场机构Digitimes Asia的一份

报告称，由于“挖矿”热潮消退以及

PC市场需求的下跌，台积电的两大

客户AMD与英伟达向台积电表明

了订单规划的调整。其中，AMD调

减今年第四季度至 2023 年第一季

度共约 2 万片 7 或 6nm 订单，英伟

达则要求延迟并缩减 2023 年第一

季度订单。

对此，台积电方面称：“不评论

市场臆测与个别客户消息。”

“虽然作为全球芯片产业风向

标的台积电遭遇‘砍单’消息尚未有

权威消息确认，但市场认为此事发

生概率较大，”深度科技研究院院长

张孝荣对记者表示：“半导体行业价

格高速上涨的势头被按下了暂停

键，相对于过去，目前依然处于高

位。未来一段时间，随着产能进一

步释放和需求缩水，产业进入下行

周期是大概率事件。”

不仅仅是台积电，海外的半导

体企业相较于此前的高歌猛进，也

陷入到悲观的情绪中。今年 6 月，

英特尔财务长辛思纳（David Zin-

sner）曾表示，近期针对下半年市场

前景“出现的很多杂音”，将会就现

实情况调整支出与投资。

存储芯片厂商美光也是如此，

其CEO梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）

称，“产业需求环境疲软，PC与智能

手机销售下滑”，正在削减部分支出

计划，以应对最新市场动态。

具体到产业链上，继驱动 IC、

电源管理IC与CIS（接触式图像传

感器）传出降价后，MCU近期也出

现“砍单”降价压力，英飞凌、意法半

导体、德仪等 MCU 厂商被传出报

价严重下滑。

TrendForce 集邦咨询表示，晶

圆代工厂出现砍单现象，首波订单

修正来自大尺寸Driver IC（驱动芯

片）及TDDI（触控显示驱动集成），

两者主流制程分别为 0.1Xμm（微

米，1 米的一百万分之一）及 55nm

（纳米，10的负9次方米）。尽管先

前在MCU、PMIC（电源管理芯片）

等产品仍然紧缺的情况下，晶圆代

工厂通过产品组合的调整，产能

利用率仍大致维持在满载水平，

然而近期PMIC、CIS及部分MCU、

SoC砍单现象已浮现，虽仍以消费

型应用为主，但晶圆代工厂已陆

续不堪客户大幅砍单，产能利用率

开始滑落。

张孝荣对此分析认为，从供应

来看，前两年建设的生产线开始投

入运营，部分产能得到了释放，缓解

了供应压力。从需求来看，全球消

费电子销售低迷，乌克兰局势等影

响欧美市场销售，新冠肺炎疫情反

复影响全球市场恢复，市场对芯片

的需求被较大幅度压缩了。供需关

系的变化，导致了“缺芯”向“砍单”

演变。

TrendForce 集邦咨询认为，下

半年在需求端仍不断下修的状况

下，消费型 PMIC 及 CIS 亦开始出

现库存调节动作，尽管有来自服务

器、车用、工控等方面的 PMIC、

Power Discrete（功率分离式元件）

需求支撑，仍难以完全弥补 Driver

IC 及消费型 PMIC、CIS 的“砍单”

缺口，导致部分 8 英寸厂产能利用

率开始下滑。而且，下半年全球 8

英寸厂产能利用率整体上将大致落

在90%~95%，其中部分以制造消费

型应用占比较高的晶圆厂，可能须

面临90%的产能保卫战。

国内企业影响甚微

近日，记者从多家上市公司

了解到，与海外公司因“砍单”、

行业周期下行导致的焦头烂额

相比，国内的半导体企业目前大

多“高枕无忧”。

主营安全芯片，通用 MCU

的国民技术（300077.SZ）工作人

员对记者表示，公司关注到市场

上出现“砍单”，行业出现大的转

变肯定对公司是有影响的，但目

前公司与客户的关系稳定，没有

出现特别的情况。

当被问及近期半导体局部

领 域 出 现 砍 单 情 况 ，瑞 芯 微

（603893.SH）方面表示，公司正

在关注相关变化，在有机会的

情况下，公司会积极协调争取

产能。

和而泰（002402.SZ）方面则

表示，目前来看公司使用的通用

类 芯 片 供 应 有 所 缓 解 ，进 口

MCU供应形势仍然严峻，公司

会积极关注供应市场行情，实时

制定应对策略，保证生产交付的

连续性及稳定性。

国内晶圆代工龙头企业中

芯国际（688981.SH）也对“砍单”

现象作出回应，其表示，集成电

路行业有周期性，而国内集成电

路行业也有其自身发展的特

性。过去几个季度以来，行业从

全面紧缺转向结构性紧缺，而对

供应链区域化分割的担忧推动

了产业转移，为国内集成电路行

业带来了本地化生产的需求。

公司从去年底开始已经及时将

产能分配做了调整，将产能转换

去做需求旺盛的领域，去做增量

市场。目前公司生产运营正常，

业务有序开展，同时也会持续紧

密跟踪市场动态。

实际上，中芯国际也曾在

今年一季度业绩说明会里分析

了 2022 年下半年的市场情况：

“经过半年的市场加速消费和

库存的积累，特别是中国进入

疫情防控阶段后，行业供需趋

势已经从全面紧缺向结构性紧

缺转移，消费电子、手机等存量

市场进入了去库存阶段，开始软

着陆，而高端物联网、电动车、显

示、绿色能源、工业等增量市场

尚未建立足够的库存，对产能提

出了更高、更紧迫的要求。整体

来看，客户的需求依然旺盛，预

计今年全年公司产能依然供不

应求。”

至于“砍单”现象对国内

企业影响较小的原因，张孝荣

认为，3C 产品销售低迷，国内

消费电子龙头企业也有类似

降低生产规模和销售预期的

缩减动作。由于国内新能源

车销售上涨迅猛，国内半导体

供应情况要好于国外，在某种

程度上“砍单”现象的影响没

有国外那么明显。

展 望 2023 年 ，TrendForce

集邦咨询认为，在长达近两年

半的芯片缺货后，消费性产品

的降温虽然在短期内使晶圆代

工厂的产能利用率出现松动，

但过去苦于晶圆一片难求的市

场得以在此时获得资源的重新

分配，相关应用如5G智能手机

及电动车渗透率逐年增加，5G

基站、各国安检措施自动化等

基础建设、云端服务的服务器

需求等的备货动能，将持续支

撑晶圆代工厂产能利用率大致

维持在 90%以上，而部分以生

产消费性产品为主的业者恐怕

面临产能利用率滑落至 90%以

下的情况，此时则需仰赖晶圆

代工厂本身对产品应用的多元

布局及资源分配，以度过全球

性高通胀带来的零部件库存调

节危机。
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数字化越来越广泛深

入地渗透到传统产业的转

型升级中。7 月 2 日，工业

和信息化部、商务部、国家

市场监督管理总局、国家

药品监督管理局、国家知

识产权局五部门联合印发

了《数字化助力消费品工业

“ 三 品 ”行 动 方 案（2022-

2025年）》（以下简称“《行动

方案》”）。

《行动方案》围绕数字

化助力增品种、提品质、创

品牌“三品”部署了10项重

点任务，提出到2025年，消

费品工业领域数字技术融

合应用能力明显增强，培育

形成一批新品、名品、精品，

品牌引领力、品质和品牌影

响力不断提升。关于创新

能力显著增强，《行动方案》

指出，企业经营管理数字化

普及率、企业数字化研发设

计工具普及率、应用电子商

务的企业比例均超过80%；

智慧设计、柔性制造、供应

链协同等关键环节的集成

创新和融合应用能力大幅

增强。与此同时，在纺织服

装、家用电器、食品医药、消

费电子等行业培育 200 家

智能制造示范工厂。

对此，《中国经营报》记

者采访了赛迪顾问消费经

济研究中心主任余德彪，余

德彪对《行动方案》进行了

详细的解读。

明确数字技术赋能消费品工业“三品”

余德彪指出，所谓“三品”——

增品种、提品质、创品牌，最早出现

在2016年的《国务院办公厅关于开

展消费品工业“三品”专项行动营

造良好市场环境的若干意见》文件

中，而在今年4月，工业和信息化部

发布了《消费品工业数字“三品”行

动方案（2022-2025 年）（征求意见

稿）》，提出了数字技术赋能消费品

工业“三品”，此次由五部门联合印

发《行动方案》，更加明确了利用数

字技术助力消费品工业“三品”战

略的实施。

消费品工业，是国家经济发展

的重要支撑，是我国重要的民生产

业和传统优势产业，是保障和满足

人民群众日益多元化消费需求的

重要支撑，在带动就业、出口、内需

经济等方面发挥重要作用。

综合工信部等官方数据，中国

已成为全球第二大消费市场，2021

年中国社会消费品零售总额达

44.1万亿元，最终消费支出对经济

增长的贡献率为 65.4%，剔除 2020

年新冠肺炎疫情对消费的影响外，

自2014年开始，连续8年成为拉动

经济增长的第一引擎，“稳定器”

和“压舱石”作用更加凸显，而消

费品工业作为消费经济重要支撑

内容，重要性越发突出。经过多年

的发展，我国消费品百余种产品产

量位居全球首位，家电、皮革、塑

料、食品、家具、五金、陶瓷等行业

100 多种产品产量居世界第一，制

鞋、服装、化纤、棉纺等产能占全

球50%以上，消费品上市公司数量

全球第一，超过了1200家，上市公

司总市值占全球20%。

余德彪向记者表示，消费品大

多是传统产业，具有行业门类较

多、进入门槛比较低、产能规模比

较大、企业数量多的特点，面临市

场竞争激烈、数字化水平及产品附

加值不高、自主创新能力不强、市

场快速供给能力不足等问题。因

此，我国必须要抢抓数字技术发展

的新机遇，通过数字技术赋能行

业，调整产业结构，推动产业升级，

以更好地满足和创造消费升级的

新需求，同时增强消费拉动作用，

促进消费品工业加快迈向中高端

水平。

《行动方案》的落地实施，为

未来 4 年深入实施“三品”战略指

明了方向。在余德彪看来，《行

动方案》出台具有四个方面的意

义：一是推动消费品工业行业借

力数字技术，提升行业产品供给

效率和供应能力，进而提高产品

附加值；二是提高行业数字化利

用水平，满足消费升级需要的智

能化、绿色化、轻便化等产品和

服务个性化需求；三是打通生产

和市场供给端壁垒，重构供需关

系，维护市场供需动态平衡，保

障供应链安全，促进了国内大循

环通道的畅通；四是培育一批新

品、名品、精品，提升国内品牌影

响力，打造一批卓越品牌企业，

逐步培育一批具有国际影响力

的世界企业品牌。

记者注意到，《行动方案》中提

出围绕数字化助力增品种、提品

质、创品牌“三品”部署了10项重点

任务。

如何通过数字化助力“增品

种”？《行动方案》提出，一是推出更

多创新产品顺应消费升级趋势。

深化新一代信息技术创新应用，围

绕健康、医疗、养老、育幼、家居等

民生需求大力发展“互联网+消费

品”，加快绿色、智慧、创新产品开

发，以优质供给助力消费升级；二

是推广数字化研发设计促进产品

迭代更新；三是推进个性化定制和

柔性生产重塑产品开发生产模

式。促进工业互联网与消费互联

网互联互通。支持重点行业优势

企业挖掘用户个性化需求，开展个

性化定制和柔性生产。加快培育

个性化定制企业和公共服务平台；

四是推动数字化绿色化协同扩大

绿色消费品供给。

而在“提品质”方面，《行动方

案》指出，加大数字化改造力度赋能

企业提质增效。推动企业加快智能

化升级，推广应用工业APP等关键

技术和核心装备，提升现代化管理

水平、安全生产保障能力和资源配

置效率。加快培育智能制造示范工

厂。与此同时，加强追溯体系建设

助力提振消费信心，加深智慧供应

链管理提升产业链协同效率。

《行动方案》提出未来4年数字

化助力消费品“三品”战略的三个

主要目标是创新能力显著增强、供

给水平明显提高、发展生态持续优

化。其中，在“创新能力显著增强”

部分，《行动方案》提出，企业经营

管理数字化普及率、企业数字化研

发设计工具普及率、应用电子商务

的企业比例均超过80%。

针对这一目标数字，余德彪告

诉记者：“目前国内在规模以上工

业企业的关键工序数控化率已达

到 55.3%，数字化研发工具的普及

率达到了74.7%。尽管80%的目标

存在一定的挑战，但这一目标是可

以实现的。”

谈及对市场的影响，余德彪认

为，一方面后期可能会配套一系列

支持政策，鼓励企业和地方政府加

快推动数字化助力消费品工业“三

品”，例如智能制造示范工厂申报、

知名品牌培育、数字化平台申报、

数字“三品”示范场景申报等；另一

方面利好工业互联网、大数据、云

计算、人工智能等数字技术企业，

同时也利好智能家电、智慧家居、

服务机器人、可穿戴设备、适老化

产品等智能终端新品企业。

主要目标“虽存挑战，但可达成”

五部门联合发布《行动方案》消费品工业迎数字化浪潮

早在今年4月便有消息称，消费

电子终端芯片或面临30%的大

幅“砍单”，正在积极备货的供应

链以及终端厂商将面对巨大的

库存压力。

由于国内新能源车销售上涨迅猛，国内半导体供应情况要好

于国外，在某种程度上“砍单”现象的影响没有国外那么明显。

随着产能进一步释放和需求缩水，整个半导体行业进入下行周期或是大概率事件。 视觉中国/图

国家五部门印发了《行动方案》，围绕数字化助力增品种、提品质、创品牌“三品”部署了10项重点任务。 视觉中国/图


